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(57) Abstract: The invention relates to a
module (1) for at least one power
semiconductor component (4) for mounting on
a heat sink (12), having: at least one power
semiconductor component (4); - contact means
(3a, 3b, 3¢, 3d) for making electrical contact

7a

with the at least one power semiconductor
component (4); - prestressing means (9) which
are designed to prestress the contact means
(3a, 3b, 3¢, 3d) against the power
semiconductor component (4) for the purpose
of making electrical contact and to prestress
the power semiconductor component (4)

7b

against the heat sink (12) for the purpose of

Fig. 2

making thermal contact; - mounting means
(7a, 7b) for mounting the prestressing means
on the heat sink (12).

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung
betriftt ein Modul (1) flir wenigstens ein

Leistungshalbleiterbauelement 4 Zur
Befestigung an einem Kiihlkérper (12),
aufweisend : - wenigstens ein

Leistungshalbleiterbauelement “); -
Kontaktierungsmittel (3a, 3b, 3¢, 3d), um das
wenigstens eine Leistungshalbleiterbauelement

(4) elektrisch zu kontaktieren; - Vorspannmittel (9), die ausgelegt sind, die Kontaktierungsmittel (3a, 3b, 3c, 3d) gegen das
Leistungshalbleiterbauelement (4) zur elektrischen Kontaktierung und das Leistungshalbleiterbauelement (4) gegen den Kiihlkérper
(12) zur thermischen Kontaktierung vorzuspannen; - Befestigungsmittel (7a, 7b) zur Befestigung der Vorspannmittel an dem
Kiihlkérper (12).
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LEISTUNGSHALBLEITERMODUL

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Modul fir ein Leistungshalbleiterbauele-
ment zur Befestigung an einem Kuhlkérper sowie eine Anordnung aus beidem.
Das Gehduse umfasst Mittel zur sogenannten Druckkontaktierung des Leistungs-
halbleiterbauelements. Im Hinblick auf die gerade in der Leistungshalbleiterelekt-
ronik auftretenden Probleme bei thermischen Wechsellasten wurden zur Kontak-
tierung hochspannungsfester und hochstromfester Bauelemente derartige Druck-
kontakte entwickelt. Beispiele fir solche hochspannungsfesten Halbleiterbauele-
mente sind Hochvolt-Thyristoren, die die zentralen Bauelemente in Hochspan-
nungsumrichtern zur Verteilung elektrischer Energie sind. Insbesondere flr sol-

che Anlagen gelten hohe Anforderungen an die Bauelemente-Zuverlassigkeit.

Die Leistungshalbleiterbauelemente oder dergleichen werden auf einem die elekt-
ronischen Bauelemente aufnehmenden Trager durch federvorgespannte Druck-
kontakte oder dergleichen kontaktiert. Dabei erfolgt auch die Herstellung und
Aufrechterhaltung eines mechanischen und somit elektrischen Kontakts zwischen
einem Kontaktbereich eines elektronischen Bauelements und einem den Strom
fuhrenden Kontakt im Wesentlichen durch die mechanisch aufgebrachten Krafte.
Dies hat den Vorteil, dass durch eine entsprechende Einstellung der mechani-
schen Kréafte - zum Beispiel Uber Spannvorrichtungen oder (ber Federeinrichtun-
gen - den thermischen Wechsellasten wegen der mit dieser mechanischen Fixie-
rung verbundenen mechanischen Toleranzen ausreichend Rechnung getragen

werden kann.

Das Halbleiterbauelement steht zur Vermeidung méglicher Schaden durch Uber-
hitzen ferner in warmeleitendem Kontakt mit einem KuUhlkdrper. Mittels des
Kiahlkérpers wird die GréBe der warmeabgebenden Flache erhéht und damit der
Warmelbergang von dem Halbleiterbauelement auf das umgebende Medium, wie
Luft, verbessert. Bei den bekannten Gehausen ist eine metallische druckaufneh-
mende Platte vorhanden, die einerseits in thermischem Kontakt mit dem Halblei-
terbauelement und andererseits mit dem Kihlkérper steht. Bei den vorhandenen
Gehdusen dient die druckaufnehmende Platte, auch Druckplatte genannt, nicht
nur dem Warmeulbergang zwischen dem Leistungshalbleiterbauelement und dem

Kuhlkdrper sondern in erster Linie als Widerlager flr die Druckkontaktierungsmit-
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tel. Sie besteht beispielsweise aus Kupfer oder einer Kupferlegierung und wird
zur Sicherstellung einer elektrischen Kontaktierung des Bauelements mit einem
Anpressdruck von beispielsweise 10 bis 20 MPa beaufschlagt. Da die Warme lber
und durch diese Platte abgeflhrt werden muss, beeintrachtigt deren Warmeleit-
widerstand prinzipiell die Warmeabfuhr. Aber in der Praxis stellt sich zudem das
Problem eines unzureichenden thermischen Kontakts zwischen dieser Platte und
dem Kuhlkérper. Zur Vermeidung von Verbiegungen aufgrund der Spannkréafte
und den somit anliegenden Biegemomenten ist die druckaufnehmende Platte
beim Stand der Technik namlich vergleichsweise starr ausgelegt, mit dem Nach-
teil, dass diese Platte nicht mal geringe Abweichungen von der vorgegebenen
Form des Berlhrbereichs, wie Rauigkeiten oder durch die vorgenannten Verbie-
gungen entstehende Abweichungen, zwischen dem Kihlkérper und dieser Platte
auszugleichen vermag. Somit besteht die Gefahr, dass der Warmelibergang von
dem Leistungshalbleiterbauelement auf den Kuhlkérper beeintrachtigt ist. Auf-
grund des thermischen Widerstands besteht die Gefahr der Zerstérung und Aus-

falls des Leistungshalbleiterbauelements.

Vor diesem Hintergrund dieser Nachteile hat sich die vorliegende Erfindung die
Aufgabe gestellt, ein Modul fir einen Leistungshalbleiterbauelement zur Befesti-
gung an einem Kuhlkdrper sowie eine betreffende Anordnung aus beidem bereit-
zustellen, mittels derer der Warmeubergang zwischen Leistungshalbleiterbau-
element und Kuihlkérper verbessert oder sichergestellt wird und insbesondere
beide preiswerter herzustellen sind. Diese Aufgabe wird erfindungsgemaf durch
ein Modul mit den Merkmalen nach Anspruch 1 geldst. Weitere, besonders vor-
teilhafte Ausgestaltungen der Erfindung offenbaren die Unteranspriche. Eine
gleichermaBBen vorteilhafte Verwendung und ein Montageverfahren sind jeweils
Gegenstand der nebengeordneten Anspriiche. Es ist darauf hinzuweisen, dass die
in den Patentanspriichen einzeln aufgeflihrten Merkmale in beliebiger, technisch
sinnvoller Weise miteinander kombiniert werden kénnen und weitere Ausgestal-
tungen der Erfindung aufzeigen. Die Beschreibung charakterisiert und spezifiziert

die Erfindung insbesondere im Zusammenhang mit den Figuren zusatzlich.

Der vorliegenden Erfindung betrifft ein Modul fir wenigstens ein Leistungshalblei-
terbauelement zur Befestigung an einem Kihlkérper, um so die Abwarme des
Leistungshalbleiterbauelements Uber eine Koppelflache in den Kuhlkdrper

einzukoppeln. Hinsichtlich des Leistungshalbleiterbauelements und deren Anzahl
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ist die Erfindung nicht beschrankt. Bevorzugt ist es ein siliziumgesteuerter
Gleichrichter (SCR), Leistungsregler, Leistungstransistor, Bipolartransistor mit
isoliertem Gate (IGBT), Metalloxidhalbleiter-Feldeffekttransistor (MOSFET), Leis-
tungsgleichrichter, eine Diode, beispielsweise eine Schottky-Diode, ein J-FET, ein
Thyristor, beispielsweise ein Gate-Turn-Off-Thyristor, ein Gate-Communicated-
Thyristor, ein TRIAC, ein DIAC oder ein Fotothyristor ist. Bei mehreren Leis-
tungshalbleiterbauelementen ist jede Kombination daraus erfindungsgeman um-
fasst. Beispielsweise weist das wenigstens eine Leistungshalbleiterbauelement
eine scheibenférmige Gestalt auf, wobei eine der flachen Hauptseiten dem Kuhl-
kérper zugewandt sein soll. Die Leistungshalbleiterbauelemente sind beispiels-

weise als Halbbrlcke, Vollbricke oder Drehstrombriicke verschaltet.

Optional und bevorzugt ist ferner ein Gehdause aus einem elektrisch isolierenden
Material, beispielsweise einem nicht leitenden, hochspannungsfesten Kunststoff
(z.B. Duroplast) vorgesehen, das eine Aufnahme, beispielsweise einen Durch-
bruch, flir das wenigstens eine Leistungshalbleiterbauelement, aufweist. Der
Durchbruch ist beispielsweise so ausgestaltet, dass er das Leistungshalbleiter-
bauelement im Querschnitt formschlissig aufnimmt und sich senkrecht zur dem
Kuhlkérper zugewandten Berihr- bzw. Koppelflache erstreckt. Das Gehduse bzw.
die Aufnahme dient beispielsweise zur Aufnahme eines nicht leitenden Fullstoffs,
beispielsweise eines urspringlich flieBfahigen, aber aushartbaren Fullstoffs, um

das wenigstens eine Bauelement in dem Gehause ,einzugieBen®.

Erfindungsgemaf zwingend sind ferner Kontaktierungsmittel vorgesehen, um das
wenigstens eine Leistungshalbleiterbauelement, das sich beispielsweise in der
Aufnahme des optional vorhandenen Geh&uses befindet, elektrisch zu kontaktie-
ren. Beispielsweise weisen die Kontaktierungsmittel wenigstens einen flachigen
Kontaktbereich zur Beruhrkontaktierung des Bauelements auf und sind an ihrem
anderen Ende entsprechend der gewiinschten Verbindungstechnik, beispielsweise
als mannlicher Steckkontakt und/oder Schraubverbindung, ausgebildet.

Erfindungsgemal sind ferner Vorspannmittel vorgesehen, die die Kontaktie-
rungsmittel gegen das Leistungshalbleiterbauelement zur elektrischen Kontaktie-
rung und das Leistungshalbleiterbauelement gegen den Kihlkérper zur thermi-
schen Kontaktierung vorspannen. Beispielsweise sind die Kontaktierungsmittel
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wenigstens teilweise zwischen dem Vorspannmittel und dem Leistungshalbleiter-

bauelement angeordnet.

Erfindungsgemal sind ferner Befestigungsmittel zur Befestigung der Vorspann-
mittel an dem Kuhlkérper vorgesehen. Diese kénnen ganz oder teilweise separat
ausgebildet sein und am Kuhlkdrper befestigt werden. Beispielsweise handelt es
sich u.a. um eine Schraube, die in ein Schraubgewinde des Kuhlkérpers
einschraubbar ist. Gemal einer weiteren Ausgestaltung sind die Befestigungsmit-
tel am Kuhlkérper ausgebildet; beispielsweise ist eine das Vorspannmittel auf-
nehmende Nut am Kihlkdérper vorgesehen.

Erfindungsgemani Ubernehmen die Vorspannmittel wenigstens sowohl die Funkti-
on der elektrischen Druckkontaktierung als auch die der thermischen Kontaktie-
rung zwischen dem Leistungshalbleiterbauelement und dem Kuihlkdrper, indem
diese beispielsweise so angeordnet sind, dass nach der Montage das Leistungs-
halbleiterbauelement und die Kontaktierungsmittel zwischen dem Kihlkérper und
dem Vorspannmittel eingespannt sind. Die Vorspannmittel dienen ferner der La-
gefixierung des Leistungshalbleiterbauelements und damit auch des Gehdauses,
sofern dieses vorgesehen ist, an dem Kuhlkdérper. Dadurch, dass ein Widerlager
flr die Druckkontaktierung, beispielsweise die druckaufnehmende Platte, entfallt,
kdnnen Komponenten eingespart werden, es wird eine kostengilinstige Gesamt-
konstruktion erreicht. Ferner kann die Strecke flr den Warmeilbergang vom
Leistungshalbleiterbauelement auf den Kihlkérper, beispielsweise durch Wegfall
der druckaufnehmenden Platte, verklrzt werden. Der Aufbau wird vereinfacht
und in der Herstellung preisginstiger, und es wird Raum geschaffen, weitere
elektrische Kontaktierungen des Leistungshalbleiterbauelements vorzusehen,
beispielsweise ist eine Kontaktierung kuhlkérperseitig, d.h. auf der dem Kuhlkdr-
per zugewandten Seite des Leistungshalbleiterbauelements, ermdglicht. Durch
Wegfall des Widerlagers flr die Vorspannmittel entféllt vorteilhaft die sich da-
durch ergebende Begrenzung hinsichtlich der GréBe und Form des Leistungshalb-
leiterbauelements. Ferner sind die Anforderungen an die mechanische Stabilitat
des Gehauses geringer. Es bleiben die prinzipiellen Vorteile der erfindungsgeman
vorgesehenen Druckkontaktierung erhalten, namlich dass auf eine Lotkontaktie-
rung verzichtet werden kann, die den Nachteil hat, dass sie weniger thermisch
stabil ist. Die Druckkontaktierung stellt ferner sicher, dass im Fehlerfall beim so-
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genannten Durchlegieren des Leistungshalbleiterbauelements sich ein zu detek-

tierender Kurzschluss ausbildet.

Bevorzugt umfasst das erfindungsgemafi vorzusehende Vorspannmittel einen das
wenigstens eine Leistungshalbleiterbauelement Ubergreifenden Spannbigel. Der
Spannbigel, beispielsweise aus Federstahl, sorgt flir einen Uber die Berlhrflache
zwischen Leistungshalbleiterbauelement und Kuhlkérper homogeneren Anpress-
druck. Dadurch wird der Warmelbergang verbessert. Ferner kann der in der Re-

gel metallische Spannbligel zur Warmeabfuhr herangezogen werden.

Bei der erfindungsgemaBen Auslegung des Moduls kann vorteilhaft eine insbe-
sondere starre druckaufnehmende Platte als Widerlager entfallen. Allenfalls ist
erfindungsgemaf aber optional eine Zwischenplatte vorgesehen, deren Ausdeh-
nung wenigstens den betreffenden Querschnitten des oder der Leistungshalblei-
terbauelemente entspricht.

Bevorzugt umfasst das Gehduse eine duktile, thermisch leitfahige Zwischenplatte
zur Anordnung zwischen dem Leistungshalbleiterbauelement und dem Kuhlkor-
per. Beispielsweise ist die Zwischenplatte aus Kupfer. Die duktile Zwischenplatte
verbessert den Warmelubergang zwischen Klhlkérper und Leistungshalbleiter-
bauelement, da sie aufgrund ihrer héheren Plastizitat im Vergleich zum Kuhlkér-
permaterial bzw. Leistungshalbleiterbauelement Unebenheiten im Berlhrbereich

auszugeichen vermag.

Bevorzugt umfassen die Befestigungsmittel wenigstens eine das Vorspannmittel
durchgreifende Schraubverbindung. Bevorzugt ist mittels der Befestigungsmittel
die Vorspannung einstellbar ist. Somit kann der Druck zur thermischen und
elektrischen Kontaktierung bei der Montage des Gehduses an den Kiuhlkdrper
durch die Befestigungsmittel, beispielsweise die Schraubverbindung, ein-
und/oder nachgestellt werden.

Die Erfindung betrifft ferner eine Anordnung aus einem Modul in einer der zuvor
beschriebenen vorteilhaften Ausgestaltungen und einem Kiulhlkérper, beispiels-
weise einem Rippenkuhlkérper. Dieser besteht beispielsweise aus Aluminium.

Bevorzugt ist aufgrund der sich dadurch ergebenden besseren Warmeulbertra-

gung zwischen dem Leistungshalbleiterbauelement und dem Kuhlkérper eine
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warmeleitende, elektrische Isolierung vorgesehen. Alternativ ist das Leistungs-

halbleiterbauelement an den Kuhlkérper unmittelbar angrenzend angeordnet.

Die Erfindung betrifft ferner die Verwendung des Moduls zum Schalten, Regeln
und/oder Gleichrichten von elektrischem Strom, insbesondere von Strémen bis
800 A und Spannungen bis 3600 V.

Die Erfindung betrifft ferner ein Montageverfahren fir ein Leistungshalbleitermo-
dul mit Kuhlkérper mit den Schritten: Optionales Bereitstellen eines Gehause fur
wenigstens ein Leistungshalbleiterbauelement; Bereitstellen eines Kiuhlkérpers;
Bereitstellen wenigstens eine Leistungshalbleiterbauelements; Aufbringen des
wenigstens einen Leistungshalbleiterbauelements auf den Kuhlkérper; Bereitstel-
len von Kontaktierungsmitteln, um das wenigstens eine Leistungshalbleiterbau-
element elektrisch zu kontaktieren; Anbringen und/oder Bereitstellen von Befes-
tigungsmitteln an dem Kihlkdrper; Befestigen der Vorspannmittel an dem Kuhl-
kérper mittels der Befestigungsmittel, wobei die Vorspannmittel die Kontakte ge-
gen das Leistungshalbleiterbauelement zur elektrischen Kontaktierung und das
Leistungshalbleiterbauelement gegen den Kiihlkérper zur thermischen Kontaktie-

rung vorspannen.

Das erfindungsgemaéaBe Verfahren zeichnet sich dadurch aus, dass mit der Mon-
tage des Vorspannmittels wenigstens sowohl die thermische als auch elektrische
Kontaktierung vollzogen wird. Dadurch, dass ein Widerlager flr die Vorspannmit-
tel, beispielsweise am Gehdause, entfallt, kbnnen Komponenten eingespart wer-
den, es wird somit eine kostengiinstige Gesamtkonstruktion erreicht, der War-
meubergang auf den Kihlkdérper kann durch Verklrzung der Strecke und/oder
weniger BerUhrkontakte vereinfacht werden und ist zuverldssiger. Der Aufbau
wird vereinfacht, und es wird Raum geschaffen, weitere Kontaktierung des Leis-
tungshalbleiterbauelements vorzusehen. Beispielsweise ist eine Kontaktierung
kuhlkérperseitig, d.h. auf der dem Kuhlkérper zugewandten Seite des Leistungs-
halbleiterbauelements, ermdglicht. Durch Wegfall des Widerlagers flr die Vor-
spannmittel entfallt die sich durch das Widerlager ergebende Begrenzung der
Gr6Be und Form des Leistungshalbleiterbauelements. Die erfindungsgemal3 vor-
gesehene Druckkontaktierung hat den Vorteil, dass auf Lotkontaktierung verzich-
tet werden kann, die den Nachteil hat, dass sie weniger thermisch stabil ist. Die
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Druckkontaktierung stellt ferner sicher, dass im Fehlerfall beim sogenannten
Durchlegieren des Leistungshalbleiterbauelements sich ein zu detektierender

Kurzschluss ausbildet.

Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus den Ubrigen An-
sprichen sowie der folgenden Beschreibung von nicht einschréankend zu verste-
henden Ausfihrungsbeispielen der Erfindung, die im Folgenden unter Bezugnah-
me auf die Zeichnungen ndher erldutert werden. In diesen Zeichnungen zeigen

schematisch:

Fig. 1 eine perspektivische Schnittansicht des erfindungsgemaBen Moduls 1 in
einer bevorzugten Ausgestaltung;

Fig. 2 eine perspektivische Aufsicht auf eine Anordnung aus dem erfindungsge-
maBen Modul aus Figur 1 und einem teildargestellten Kihlkérper 12.

Das erfindungsgemaBe Modul 1 weist ein Gehduse 2 aus einem elektrisch nicht-
leitenden Kunststoff auf. Das Gehduse 2 weist zwei, in Figur 2 gut zu erkennende
Durchbriiche 10 auf, in die jeweils ein, also insgesamt zwei Leistungshalbleiter-
bauelemente 4, deren im Betrieb entstehende Verlustwarme Uber einen Kuhlkér-
per 12 abgeflhrt werden soll, eingesetzt sind. An die Kontaktierungsbereiche der
Leistungshalbleiterbauelemente 4 angrenzend sind flache Kontakte 3d der Kon-
taktierungsmittel 3a, 3b, 3¢ angeordnet. Diese dienen der elektrischen Druck-
kontaktierung der am jeweiligen Leistungshalbleiterbauelement 4 vorgesehenen
Kontaktierungsbereiche. Darlber ist jeweils eine elektrisch nicht leitende Isolie-
rung 5a, 5b vorgesehen. Unterhalb, d.h. angrenzend an die dem Kuhlkérper 12
zugewandte Oberfldche der Leistungshalbleiterbauelemente 4 ist jeweils eine
elektrisch nicht leitende, aber thermisch leitende Isolierung 6a, 6b vorgesehen.
Zwischen dieser Isolierung 6a, 6b und dem Kuhlkérper 12, also als Abschluss des
erfindungsgemaBen Moduls 1 zum Kihlkérper 12 hin, ist eine duktile Zwischen-
platte 8 aus Kupfer vorgesehen, deren Ausdehnung wenigstens dementspre-
chenden Querschnitt der Leistungshalbleiterbauelemente 4 entspricht. Diese Zwi-
schenplatte 8 dient dem Ausgleich von Oberflachenrauigkeiten und Unebenheiten
im Kontaktbereich zum Kuhlkérper 12 und kann optional entfallen. Die elektri-
sche und thermische Druckkontaktierung wird Uber einen Spannbligel 9 aus Fe-
derstahl als Vorspannmittel erreicht, der die Kontaktierungsmittel 3a, 3b, 3¢ ge-
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gen die Leistungshalbleiterbauelemente 4 und letztere gegen den Kuhlkérper 12
vorspannt. Der Spannbilgel 9 weist an seinen entgegengesetzten Enden jeweils
einen Durchbrich 11 auf, durch die Schrauben 7a, 7b als Befestigungsmitteln
eingesetzt sind, die mit nicht ndher dargestellten Gewindebohrungen im Kihlkor-

per 12 zusammenwirken, um den Spannblgel 9 abzustltzen.
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Patentanspriiche

1. Modul (1) fur wenigstens ein Leistungshalbleiterbauelement (4) zur Befesti-
gung an einem Kihlkérper (12), aufweisend:

wenigstens ein Leistungshalbleiterbauelement (4);

- Kontaktierungsmittel (3a, 3b, 3¢, 3d), um das wenigstens eine Leis-
tungshalbleiterbauelement (4) elektrisch zu kontaktieren;

- Vorspannmittel (9), die ausgelegt sind, die Kontaktierungsmittel (3a,
3b, 3¢, 3d) gegen das Leistungshalbleiterbauelement (4) zur elektri-
schen Kontaktierung und das Leistungshalbleiterbauelement (4) gegen
den Kihlkérper (12) zur thermischen Kontaktierung vorzuspannen;

- Befestigungsmittel (7a, 7b) zur Befestigung der Vorspannmittel an dem
Kahlkérper (12).

2. Modul (1) nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei die Befestigungsmittel

an dem Kiihlkdrper (12) ausgebildet sind.

3. Modul (1) nach einem der vorhergehenden Anspriche, ferner aufweisend ein
Gehause (2) mit einer Aufnahme (10) fir das wenigstens eine Leistungshalb-

leiterbauelement (4).

4. Modul (1) nach einem der vorhergehenden Anspriche, wobei das Vorspann-
mittel (9) einen das wenigstens eine Leistungshalbleiterbauelement (4) Uber-
greifenden Spannbulgel umfasst.

5. Modul (1) nach einem der vorhergehenden Anspriche, ferner umfassend eine
duktile, thermisch leitfahige Zwischenplatte (8) zur Anordnung zwischen dem
Leistungshalbleiterbauelement (4) und dem Kuhlkérper (12).

6. Modul (1) nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei die Befesti-
gungsmittel (7a, 7b) wenigstens eine das Vorspannmittel (9) durchgreifende

Schraubverbindung umfassen.

7. Modul (1) nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei mittels der Be-

festigungsmittel (7a, 7b) die Vorspannung einstellbar ist.
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Modul (1) gemal einem der vorhergehenden Anspriche, wobei das wenigs-
tens eine Leistungshalbleiterbauelement (4) ein siliziumgesteuerter Gleich-
richter (SCR), Leistungsregler, Leistungstransistor, Bipolartransistor mit iso-
liertem Gate (IGBT), Metalloxidhalbleiter-Feldeffekttransistor (MOSFET), Leis-
tungsgleichrichter, eine Diode, beispielsweise eine Schottky-Diode, ein J-FET,
ein Thyristor, beispielsweise ein Gate-Turn-Off-Thyristor, ein Gate-
Communicated-Thyristor, ein TRIAC, ein DIAC oder ein Fotothyristor ist oder

die mehreren Leistungshalbleiterbauelemente Kombinationen daraus sind.

Anordnung aus einem Modul (1) gemaB einem der vorhergehenden Anspri-
che und einem Kuhlkérper (12).

. Anordnung gemafi dem vorhergehenden Anspruch, wobei zwischen dem Leis-

tungshalbleiterbauelement (4) und dem Kuhlkérper (12) eine warmeleitende,
elektrische Isolierung (6a, 6b) vorgesehen ist oder das Leistungshalbleiter-
bauelement (4) an den Kihlkérper (12) unmittelbar angrenzend angeordnet
ist.

.Verwendung des Moduls nach einem der Anspriche 1 bis 8 zum Schalten, Re-

geln und/oder Gleichrichten von elektrischem Strom, insbesondere von Stré-
men bis 800 A und Spannungen bis 3600 V.

Montageverfahren fur ein Leistungshalbleitermodul an einem Kuhlkérper mit
den Schritten: Optionales Bereitstellen eines Gehduse flr wenigstens ein Leis-
tungshalbleiterbauelement; Bereitstellen eines Kuhlkérpers; Bereitstellen we-
nigstens eine Leistungshalbleiterbauelements; Aufbringen des wenigstens ei-
nen Leistungshalbleiterbauelements auf den Kuihlkdrper; Bereitstellen von
Kontaktierungsmitteln, um das wenigstens eine Leistungshalbleiterbauele-
ment elektrisch zu kontaktieren; Anbringen und/oder Bereitstellen von Befes-
tigungsmitteln an dem Kuhlkérper; Befestigen der Vorspannmittel an dem
Kuhlkdérper mittels der Befestigungsmittel, wobei die Vorspannmittel die Kon-
takte gegen das Leistungshalbleiterbauelement zur elektrischen Kontaktie-
rung und das Leistungshalbleiterbauelement gegen den Kihlkdérper zur ther-

mischen Kontaktierung vorspannen.
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